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Procede de fabrication d'un dispositif electronique anti-

fissuration 

Domaine de l'invention. 

5 

L'invention 	concerne 	un 	procede 	de 	fabrication 	d'un 

dispositif semi-fini 	(intermediaire) 	et 	final, 	comportant 

notamment un corps-support avec cavite integrant au moins 

une 	zone 	de 	connexion 	d'un 	circuit 	electrique 	/ 

10 electronique. 

L'invention concerne notamment le domaine des supports ou 

dispositifs electroniques radiofrequences tels que cartes 

a 	puce 	radiofrequences 	ou 	cartes 	hybrides, 	tickets 	ou 

15 etiquettes 	radiofrequences, 	passeports 	electroniques, 

transpondeurs 	radiofrequences, 	inserts 	(ou 	inlay) 

integrant ou constituant de tels supports. 

Ces 	supports 	electroniques 	trouvent 	application 	dans 

20 differents 	domaine 	de 	la 	carte 	a 	puce, 	en 	particulier 

pour 	des 	applications 	bancaires 	(EMV), 	d'identite, 	de 

securite, 	d'authentification, 	d'acces, 	de 	fidelite, 

passeport. 

25 De 	tels 	supports 	electroniques 	peuvent 	etre 	conformes 

notamment 	au 	standard 	ISO 	/ 	IEC 	14443 	ou 	autre 	standard 

radiofrequence 	notamment 	NFC 	(Near 	field communication : 

champ radiofrequence de proximite) 

30 Un module electronique peut constituer ou comprendre des 

plages 	conductrices 	de 	connexion 	ou 	d'interconnexion 

portees ou non, 	selon le cas, 	par un substrat isolant. 

Art anterieur. 

35 Le 	brevet 	US 	5 	598 	032 	decrit 	un 	procede 	d'assemblage 

d'un 	module 	destine 	a 	se 	connecter 	a 	une 	antenne 	noyee 
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dans un corps-support de carte a puce hybride 	(contact et 

sans contact), 	it est connu de menager une cavite dans le 

corps-support de maniere a rendre les 	zones de connexion 

de 	l'antenne 	accessibles 	pour 	une 	connexion 	avec 	le 

5 module 	lors 	de 	son 	report 	dans 	la 	cavite. 	Des 	elements 

d'interconnexion 	conducteurs 	de 	toute 	sorte 	peuvent 

relier 	des 	plages 	de 	connexion 	du 	module 	disposees 	en 

dehors 	de 	l'enrobage 	et 	les 	zones 	de 	connexion 	de 

l'antenne. 

10 

Par ailleurs, 	it est connu de connecter ce type de module 

a 	une 	antenne 	localisee 	dans 	un 	corps 	de 	carte 	hybride 

contact 	et 	sans 	contact 	a 	l'aide 	de 	matiere 	conductrice 

anisotropique au lieu de l'element 24. 

15 

La 	demande 	de 	brevet 	FR 	2861 	201 	decrit 	un 	procede 	de 

fabrication 	d'une 	carte 	finie 	a 	double 	interface. 	Un 

module 	a 	contacts 	electriques 	externes 	est 	insere 	dans 

une cavite du corps de carte finie et est connecte a des 

20 plages 	de 	connexion 	d'une 	antenne 	par 	adhesif 

anisotropique. 	Pour l'encartage du module dans la cavite, 

un 	jeu 	est 	necessaire 	entre 	les 	bords 	du 	module 	et 	les 

parois 	de 	la 	cavite. 	Le 	jeu 	existant 	autour 	du 	module 

n'est 	pas 	recouvert 	ou 	destine 	a 	etre 	recouvert 	par 

25 dessus par une feuille de couverture. 

Probleme technique. 

Actuellement, 	des 	couches 	de materiau 	fragiles 	utilisees 

comme 	feuille 	de 	couverture 	dans 	le 	corps 	de 	cartes 	a 

30 puce, 	peuvent 	etre 	endommagees 	par 	des 	fissures 	qui 

naissent et se propagent dans la zone du module. 

En 	outre, 	la 	connexion 	du 	module 	a 	une 	antenne 	de 

transpondeur 	disposee 	dans 	un 	corps 	support 	est 

35 relativement lente. 
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D'autre part, 	les assemblages existants de module dans un 

corps 	de 	carte peuvent 	donner 	lieu a 	des 	distorsions 	du 

support 	de 	puce 	(leadframe) 	provoquant 	des 	contraintes 

supplementaires 	A 	la 	puce 	et 	fragilisant 	la 

5 fonctionnalite radiofrequence de l'ensemble. 

Résumé de l'invention. 

L'invention 	pre-volt 	une 	matiere 	souple 	ou 	elastique 	qui 

10 bouche ou recouvre au moins partiellement les espaces ou 

interstices 	situes 	a 	l'interface 	entre 	le 	module 	et 	le 

corps support et adjacent de la surface du corps. 

Grace 	a 	l'invention, 	selon 	un 	aspect 	prefere, 	en 	une 

15 seule 	operation 	de 	connexion 	et 	une 	seule 	matiere 

conductrice, 	l'invention permet 	de 	realiser une 	fonction 

de connexion et une fonction anti-propagation de fissures 

apres lamination. 

Une matiere 	souple 	ou elastique 	(A temperature ambiante) 

20 disposee 	a 	l'interieur 	des 	fentes, 	permet 	de 	bloquer 	ou 

de 	diminuer 	fortement 	les 	variations 	de 	largeur 	des 

fentes ; 	alternativement, 	en 	chevauchant 	les 	fentes, 	la 

matiere 	absorbe 	des 	variations 	/ 	contraintes 	evitant 

ainsi de les transmettre au feuilles de couverture. 

25 

En effet, 	apres report et pressage a chaud ou lamination, 

la matiere conductrice flue dans les interstices. 	Dans le 

cas de 	l'ACF, 	la 	connexion 	s'effectue dans 	une 	direction 

perpendiculaire au plan principal du support et it n'y a 

30 pas 	de 	risque 	de 	court-circuit 	entre 	les 	zones 	de 

connexion du module. 

Selon 	un 	autre 	aspect, 	l'invention 	pre-volt 	un 	« patch » 

(piece 	fine en matiere 	souple ou elastique 	sous 	forme de 

35 film 	ou 	de 	pate), 	qui 	s'etend 	sensiblement 	autour 	ou 	A 

l'aplomb de 	la zone du module 	rapportee au niveau de 	la 

fabrication de l'insert radiofrequence semi-fini. 



WO 2014/195308 
	

PCT/EP2014/061473 

4 

La piece souple ou elastique peut etre en contact ou non 

avec 	le 	module 	ou 	puce 	pour 	eviter 	la 	propagation 	des 

fissures 	dans 	le 	corps 	final, 	soit 	par 	absorption 	des 

5 contraintes, 	soit par decouplage mecanique du module avec 

les feuilles de couverture. 

L'invention 	a pour 	objet 	un procede 	de 	fabrication 	d'un 

dispositif 	electronique 	intermediaire 	(SM), 	ledit 

10 dispositif 	etant 	recouvert 	ou 	destine 	a 	etre 	recouvert 

d'une 	feuille 	ou 	couche 	de 	couverture, 	ledit 	procede 

comportant une etape de formation d'un corps-support 	(31, 

32) 	comportant 	: 

15 

- 	une cavite menagee dans le corps- support, 

- 	un 	circuit 	electrique 	comportant 	au 	moins 	une 	zone 

d'interconnexion electrique a l'interieur de la cavite, 

- un module electronique comportant au moins une plage de 

connexion 	connectant 	ladite 	zone 	d'interconnexion, 

dispose dans la cavite 

20 - un espace ou interstice existant a l'interface entre le 

module 	et 	le 	corps-support, 	oriente 	sensiblement 

perpendiculairement 	a 	une 	surface 	principale 	du 	corps- 

support, 	debouchant en 	surface du corps-support et etant 

destine 	a 	etre 	recouvert 	d'une 	feuille 	ou 	couche 	de 

25 couverture ; 

Le 	procede 	se 	distingue 	en 	ce 	qu'une 	matiere 	souple 	ou 

elastique 	est 	agencee 	dans 	le 	dispositif 	de 	maniere 	a 

remplir ou recouvrir au moins partiellement 	ledit espace 

ou interstice entre le module et le corps-support. 

30 

Selon 	une 	caracteristique 	ou 	mode 	de 	mise 	en 	oeuvre 

prefere, 	la 	matiere 	souple 	comprend 	une 	matiere 

conductrice 	de 	connexion 	agencee 	et 	compressee 	dans 	le 

dispositif de maniere a connecter le module au circuit et 

35 a 	fluer dans 	ledit 	espace 	ou 	interstice pour 	le 	remplir 

au moins partiellement. 
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Selon 	d'autres 	caracteristiques 	ou 	modes 	de 	mise 	en 

oeuvre du dispositif ; 

- La matiere conductrice est de type anisotropique ; 

- La matiere anisotropique entoure le module ; 

5 - Le dispositif comprend un patch 	(35), 	en matiere souple 

ou elastique recouvrant l'interface ; 

- 	Le 	dispositif 	comprend 	au 	moins 	une 	feuille 	de 

couverture 	(38)) 	dessus ou dessous ledit patch ; 

10 L'invention 	a 	egalement 	pour 	objet 	un 	dispositif 

correspondant au procede. 

Breve description des figures. 

- 	Les 	figures 	1 	et 2 	illustrent un exemple de module de 

15 carte 	a 	puce 	de 	circuit 	integre 	hybride 	de 	l'art 

anterieur ; 

- 	Les 	figures 	3 	et 	4 	illustrent 	une 	etape 	d'un 	premier 

mode 	de 	realisation 	de 	l'invention respectivement 	en vue 

de dessus et en coupe A-A de la figure 4 ; 

20 - Les figures 5A, 	5B et 6 illustrent un module utilisable 

par l'invention avec deux repartitions 	differentes de 	la 

colle conductrice sur le module ; 

- La figure 7 illustre le dispositif de la figure 3 apres 

pressage a chaud ; 

25 - La figure 8 illustre le meme dispositif que celui de la 

figure 	7 	(en 	plus 	gros 	plan) 	additionne 	de 	feuilles 	de 

couvertures ; 

- 	Les 	figures 	9 	et 	10 	illustrent 	un 	second et 	troisieme 

mode de realisation de l'invention. 

30 Description. 

Les 	figures 	1 	et 	2 	illustrent un exemple de module 	7 	de 

carte 	a 	puce 	de 	circuit 	integre 	hybride 	de 	l'art 

anterieur. 	Le module 7 comprend des plages de contact 10, 

11 sur un support 20 dielectrique ou isolant notamment du 

35 type LFCC 	(Lead frame contrecolle), 	au moins une puce de 
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circuit 	integre 	8 	repartee 	sur 	le 	support 	20 	ou 	ici 	sur 

une 	plage 	metallique 	de 	contact 	ou 	non. 	Les 	plages 	de 

contact 	sont 	destinees 	a 	connecter 	un 	connecteur 	de 

lecteur de carte a puce. 

5 

Le 	module 	comprend 	egalement 	des 	connexions 	9 	pour 

notamment 	connecter 	des 	plages 	de 	contact 	par 	fils 

soudes, 	par 	colle 	conductrice 	ou 	autre, 	une 	puce 

electronique 	8 	(ici 	de 	type 	hybride) 	pouvant 	etre 

10 retournee 	(flip-chip) 	ou non ; 	il comprend un enrobage 14 

de 	la 	puce 	et/ou 	de 	ses 	connexions 	par 	une 	matiere 	de 

protection telle une resine 	(glob-top). 

Les connexions 	9 peuvent connecter les plages de contact 

a 	travers 	des 	orifices 	22 	menages 	dans 	le 	support 

15 isolant. 

En relation avec les 	figures 3 a 9, 	on decrit un procede 

de 	fabrication 	d'un 	dispositif 	electronique 	SM qui 	peut 

etre 	provisoire 	ou 	definitif ; 	le 	dispositif 	(SM) 

20 comporte selon un 	premier mode 	de 	realisation 	/ 	mise 	en 

oeuvre de l'invention, 	une etape d'assemblage. 

L'assemblage 	de 	cet 	exemple 	comporte 	un 	corps-support 

(31, 	32) 	muni 	d'une 	cavite 	(C1, 	C2) 	et 	d'un 	circuit 

25 electrique 	(32) 	comportant 	au 	moins 	une 	zone 

d'interconnexion 	(Z1, 	Z2) 	electrique 	a 	l'interieur 	de 	la 

cavite. 	Le dispositif 	comporte 	egalement 	dans 	la 	cavite, 

un 	module 	electronique 	/electrique 	(17) 	comportant 	au 

moins 	une 	plage 	de 	connexion 	(10, 	11) 	et 	presentant 	une 

30 interface 	ou delimitation 	(II, 	12) 	entre 	le module et 	la 

paroi 	de 	la 	cavite ; 	il 	comporte 	egalement 	une 	matiere 

conductrice 	(34) 	souple 	pour 	connecter 	ladite 	plage 	de 

connexion 	du 	module 	a 	ladite 	zone 	d'interconnexion 	(Z1, 

Z2). 

35 

L'interface 	entre 	le 	module 	et 	le 	corps-support 	definit 

ici deux interstices 	Il, 	12, 	orientes perpendiculairement 
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aux 	surfaces 	principales 	opposees 	du 	corps-support 	et 

debouchant du corps-support. 

Le corps-support peut etre obtenu par exemple par moulage 

ou 	superposition 	de 	feuilles. 	Dans 	l'exemple, 	le 

5 dispositif 	est 	une 	carte 	purement 	sans-contact 

(radiofrequence) 	ayant 	comme 	circuit 	electrique 	une 

antenne 	radiofrequence 	32 	connectee 	a 	un 	module 

radiofrequence 	17. 	Toutefois, 	le 	dispositif 	peut 	etre 

alternativement 	un 	passeport 	electronique, 	une 	cle 

10 radiofrequence 	(ou 	NFC), 	un 	circuit 	imprime, 	un 	lecteur 

radiofrequence, 	une 	etiquette 	RFID, 	tout 	objet 

electronique. 

Le circuit electrique et/ou electronique peut etre choisi 

15 parmi ou comprendre notamment une antenne, 	un afficheur, 

un capteur, 	un clavier, 	un condensateur, 	un interrupteur, 

composant 	electrique 	et/ou 	electronique, 	une 	batterie 

d'alimentation en energie, 	un circuit imprime 	(PCB), 	etc. 

20 Dans l'exemple de la figure 3, 	le circuit est une antenne 

radiofrequence 	32 	composee 	ici 	de 	spires 	33 	formees 	sur 

un 	substrat 	31 	par 	tout 	moyen 	connu, 	notamment 	par 

serigraphie, 	jet 	de 	matiere 	conductrice, 	technique 

d'electrodeposition, 	gravure. 	Dans 	l'exemple, 	l'antenne 

25 est 	en 	fil 	incruste 	par 	technique 	ultrasons 	sur 	la 

surface 	principale 	du 	substrat 	31 	notamment 	en 	matiere 

plastique 	connue 	(ABS, 	PC, 	PET) 	ou 	fibreuse. 	Pour 

d'autres 	frequences 	radiofrequences 	(notamment 	UHF), 

l'antenne peut presenter une 	forme differente 	des 	spires 

30 planes. 	Les 	zones 	de 	connexion de 	l'antenne 	sont 	formees 

par 	des 	zigzags 	(ou 	alternances 	rapproches) 	de 	fils 

conducteurs. 

L'antenne 	comporte 	des 	zones 	de 	connexion 	ou 

35 d'interconnexion 	Z1, 	Z2 	espacees 	d'une 	distance 

correspondant 	aux 	deux 	plages 	de 	connexion 	10, 	11 	du 

module radiofrequence 	(ou plots de connexion de la puce). 
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Dans 	le 	cas 	oil, 	comme 	dans 	l'exemple, 	les 	plages 	sont 

constituees 	de 	fils 	conducteurs 	recouverts 	d'isolant, 	ce 

dernier 	peut 	etre 	supprime 	a 	l'endroit 	de 	la 	connexion 

5 par tout moyen connu notamment mecanique, 	usinage ou par 

laser, 	attaques chimiques ou thermiques. 

Le 	substrat 	31 	est 	ici 	assemble 	avec 	une 	feuille 	de 

compensation 	37 	recouvrant 	l'antenne. 	Cette 	feuille 	de 

10 compensation 	d'epaisseur 	37 	comporte 	une 	perforation 	ou 

cavite 	C2 	centree 	sur 	une 	perforation 	ou 	cavite 	C1 	du 

substrat 	menagee 	entre 	les 	zones 	de 	connexion 	de 

l'antenne. 

15 Par ailleurs, 	le procede utilise un module radiofrequence 

comprenant 	une 	puce 	radiofrequence 	(laquelle 	peut 	etre 

alternativement hybride). 

Le 	module 	comprend 	ici 	deux 	plages 	de 	connexion 	10, 	11 

(sans 	support 	dielectrique) 	reliees 	a 	la puce 	8 	par une 

20 connexion 	notamment 	filaire 	9, 	un 	enrobage 	14 	comme 

precedemment. 

Selon 	une 	caracteristique 	de 	l'invention, 	la 	matiere 

conductrice est 	agencee 	et 	compressee 	dans 	le 	dispositif 

25 de maniere 	a 	fluer dans 	l'interface 	et 	remplir au moins 

partiellement l'interface 	(12). 

Dans 	l'exemple, 	un 	materiau 	conducteur 	(ou 	matiere 

conductrice) 	34 est place entre les zones de connexion de 

30 l'antenne et celle du module 	(ou plots de la puce) 	avant 

d'effectuer la connexion par report du module. 

Selon un avantage 	de 	l'invention, 	le materiau conducteur 

possede la propriete d'être plus 	souple que 	les 	feuilles 

35 de 	couverture 	a 	la 	temperature 	d'utilisation 	du produit 

electronique 	(notamment entre - 15 °C et 60 °C). 
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Cependant 	de 	preference, 	on 	peut 	utiliser 	un 	materiau 

anisotropique, 	sous 	forme de 	film 	(ACF) 	ou de pate 	(ACP) 

ou 	une 	resine 	conductrice 	souple 	(la 	souplesse 	etant 

superieure 	de 	preference 	a 	celle 	des 	feuilles 	de 

5 couverture) 	dans 	le 	meme 	environnement 	notamment 	de 

temperature, pression. 

Par 	exemple, 	sur 	les 	figures 	5A, 	5B, 	6, 	le 	materiau 

conducteur 	34 	peut 	etre 	dispose 	(agence) 	ou 	lamine 	sur 

10 les 	plages 	de 	connexion 	du 	module 	(ou 	puce). 	Sur 	les 

figures 	5A, 	5B, 	le materiau est dispose 	sur chaque plage 

de 	connexion. 	Sur 	la 	figure 	6, 	le 	materiau 	34 	en 	forme 

d'anneau 	entoure 	l'enrobage. 	L'epaisseur 	(ou 	volume) 	du 

materiau conducteur est calculee pour permettre un fluage 

15 du 	materiau 	dans 	les 	interstices 	environnants 	le 	module 

apres assemblage final avec le corps du dispositif. 

Puis le module 17 est reporte contre l'antenne, 	presse et 

chauffe 	au moins 	sur 	cette 	zone 	de 	contact pour 	etablir 

20 la connexion avec 	les plages de 	contact de 	l'antenne, 	la 

compression 	et 	le 	fluage 	de 	la matiere 	conductrice 	dans 

les 	interstices 	(11 	voir 	12) 	environnant 	le 	module, 

situes 	a 	l'interface 	entre 	le 	module 	et 	le 	corps 	du 

dispositif et orientes 	sensiblement perpendiculairement a 

25 la surface principale du corps-support. 

Alternativement, 	le 	materiau 	conducteur 	34 	peut 	etre 

appliqué directement 	sur les zones de connexion Z1, 	Z2 de 

l'antenne ; 	ensuite 	le 	module 	(ou 	puce) 	est 	reporte 

30 contre 	l'antenne, 	presse 	et 	chauffe 	au 	moins 	sur 	cette 

zone de connexion. 

Pour 	cette 	etape, 	deux 	options 	ci-apres 	sont 	possibles. 

Les 	dimensions 	du 	film 	conducteur 	(ou 	pate, 	matiere 

35 electriquement 	conductrice) 	peuvent 	etre 	ajustees 	aux 

zones 	de 	connexion 	de 	l'antenne 	et/ou 	du 	module. 

Alternativement, 	les 	dimensions 	du 	film 	conducteur 
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electrique peuvent etre ajustees aux dimensions du module 

(ou puce). 

Accessoirement aussi, 	avant un pressage a chaud, 	on peut 

5 disposer un patch 	ou piece 	de 	materiau 	elastique 	thermo 

fusible 	35 	contre 	l'arriere 	du 	module, 	ici 	contre 

l'enrobage 14. 	Ce patch recouvre dans l'exemple, 	toute la 

surface de la cavite C1 et l'interstice I1 existant entre 

la 	cavite 	et 	l'enrobage 	14. 	Ce 	patch 	est 	destine 	a 

10 absorber des 	contraintes pouvant naitre a l'interface du 

module 	avec 	le 	corps-support 	(ou 	substrat) 	et 	stopper 

d'eventuelles propagations de fissures a toute feuille de 

couverture 	(ou 	couche 	de 	matiere) 	recouvrant 	le 	corps- 

support 31. 

15 

Un pressage a chaud peut etre realise au cours du report 

du 	module 	mais 	it 	est 	de 	preference 	realise 

ulterieurement 	au 	cours 	d'une 	lamination 	a 	chaud 	du 

dispositif une fois assemble avec des plaques ou feuilles 

20 de 	couverture 	et 	autre 	patch 	ou 	piece 	d'anti-fissure 

comme 	explique 	ulterieurement. 	De 	preference, 

l'assemblage 	s'effectue 	sur 	des 	plaques 	ou 	feuilles 	de 

grande 	dimension 	comportant 	une 	pluralite 	de 	modules 	et 

d'antennes 	de 	circuits 	electriques 	/ 	electroniques. 	Le 

25 substrat 31 peut aussi etre sous forme de bande continue, 

le dispositif final etant ensuite extrait par decoupe du 

d'un 	substrat 	comportant 	une 	pluralite 	de 	dispositifs 

formes ensemble. 

30 A la figure 	7, 	le dispositif semi-fini SM est obtenu par 

lamination 	a 	chaud. 	Les 	interstices 	(I1, 	12) 	presents 

entre le module 17 et la paroi interne des cavites Cl, 	C2 

sont au moins partiellement 	(ou en totalite) 	remplis par 

la matiere conductrice elastique 34 qui a flue dedans au 

35 cours de la lamination. 
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Ainsi, 	ces 	interstices, 	responsables 	de 	la 	generation de 

fissures 	sur 	les 	feuilles 	de 	couverture 	recouvrant 	le 

corps 	31 	et/ou 	37, 	peuvent 	etre 	colmates 	au 	moins 

partiellement avec la meme matiere conductrice servant a 

5 la connexion electrique du module. 

Selon 	un 	aspect 	prefere, 	l'operation 	de 	connexion 	du 

module a l'antenne et l'operation de comblement au moins 

partiel 	des 	interstices 	environnant 	le 	module 	peuvent 

10 avantageusement 	s'effectuer 	par 	lamination 	a 	chaud 	de 

l'ensemble. 

Par ailleurs, 	l'interstice 	I1 	a l'arriere 	du module peut 

le 	cas 	echeant, 	etre 	egalement 	comble 	par 	un 	« patch » 

15 arriere 35 qui a aussi flue dedans. 

La surface arriere de l'enrobage peut egalement comporter 

la matiere elastique 35 pour absorber des compressions du 

module 	vers 	la 	surface 	arriere 	du 	substrat 	(survenant 

20 notamment 	au 	cours 	de 	flexion 	/ 	torsion 	du 	dispositif 

final. 

Ainsi, 	le module peut etre entoure ou recouvert au moins 

partiellement 	de 	matiere 	elastique 	absorbant 	les 

25 contraintes 	mecaniques 	et 	evitant 	une 	propagation 	de 

fissures aux feuilles de couverture. 

A 	la 	figure 	8, 	l'invention 	pre-volt 	une 	construction 

similaire 	a 	la 	figure 	precedente 	mais 	avec 	en 	plus 	des 

feuilles 	de 	couverture 	laminees 	sur 	le 	dispositif 	SM de 

30 part et d'autre du dispositif. 

A 	la 	figure 	9, 	l'invention 	pre-volt 	une 	construction 

similaire a la figure 8, 	a la difference que le patch 35 

elastique 	(absorbant) 	est 	dispose 	a 	l'exterieur 	de 	la 

35 feuille 	de 	couverture 	recouvrant 	le 	substrat 	31 	du 	cote 

de l'enrobage. 
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Le 	cas 	echeant, 	ce 	second 	mode 	de 	realisation 	peut 

comporter un autre patch elastique et thermo fusible 36 a 

l'aplomb des plages de contact du module ou de la cavite 

C2 de la feuille de compensation. 

5 

A la 	figure 	10, 	la construction est 	similaire a celle de 

la 	figure 	3 	sauf 	que 	la 	matiere 	conductrice 	34 	et 	le 

patch arriere 35 sont formes a partir d'une meme piece. 

Deux procedes peuvent etre envisages. 	Le premier consiste 

10 a 	recouvrir 	le 	module 	d'un 	chapeau 	ou 	d'une 	bande 	de 

matiere 	conductrice 	34 	recouvrant 	les 	plages 	de 	contact 

et 	l'arriere 	de 	l'enrobage 	avant 	de 	reporter 	le 	module 

ainsi 	coiffe 	dans 	les 	cavites 	C1 	et 	C2. 	Le 	second peut 

consister 	a placer une portion de 	feuille 	ou piece 	dans 

15 la cavite C2 et de reporter ensuite par-dessus 	le module 

qui 	vient 	defamer 	la 	piece 	34 	au 	fur 	et 	a 	mesure 	de 

l'insertion du module dans la cavite Cl. 

Ainsi, 	avec 	la 	meme 	matiere 	conductrice 	34, 	on 	vient 

20 effectuer 	la 	connexion 	du module 	a 	l'antenne 	et 	combler 

au moins en partie l'interstice situe entre l'enrobage et 

la cavite. 

Cette 	matiere 	conductrice 	assure 	egalement 	la 	fonction 

anti 	propagation 	de 	fissure 	du 	patch 	35 	a 	l'arriere 	du 

25 module. 
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REVENDICATIONS 

1. Procede 	de 	fabrication 	d'un 	dispositif 	electronique 

5 intermediaire 	(SM) 	destine a etre recouvert d'une feuille 

ou 	couche 	de 	couverture, 	ledit 	procede 	comportant 	une 

etape 	de 	formation 	d'un 	corps-support 	(31, 	32) 

comportant : 

10 

- 	une cavite 	(C1, 	C2) 	menagee dans le corps- support, 

- un circuit electrique 	(32) 	comportant au moins une zone 

d'interconnexion 	(Z1, 	Z2) 	electrique 	a 	l'interieur 	de 	la 

cavite, 

- 	un 	module 	electronique 	(17) 	comportant 	au 	moins 	une 

plage 	de 	connexion 	(10, 	11) 	connectant 	ladite 	zone 

15 d'interconnexion, 	dispose dans la cavite 

- un espace ou interstice 	(11, 	12) 	existant a l'interface 

entre le module et le corps-support, 	oriente sensiblement 

perpendiculairement 	a 	une 	surface 	principale 	du 	corps- 

support, 	debouchant en 	surface du corps-support et etant 

20 destine 	a 	etre 	recouvert 	d'une 	feuille 	ou 	couche 	de 

couverture, 

caracterise en ce 	qu'une matiere 	souple ou elastique est 

agencee 	dans 	le 	dispositif 	de 	maniere 	a 	remplir 	ou 

recouvrir 	au 	mains 	partiellement 	ledit 	espace 	ou 

25 interstice entre le module et le corps-support. 

2. Procede 	selon la revendication precedente, 	caracterise 

en 	ce 	que 	la 	matiere 	souple 	comprend 	une 	matiere 

conductrice 	de 	connexion 	agencee 	et 	compressee 	dans 	le 

30 dispositif de maniere a connecter le module au circuit et 

a 	fluer dans 	ledit 	espace 	ou 	interstice pour 	le 	remplir 

au moins partiellement. 

3. Procede selon la revendication precedente, 	caracterise 

35 en 	ce 	que 	la 	matiere 	conductrice 	est 	de 	type 

anisotropique. 
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4. Procede 	selon la revendication precedente, 	caracterise 

en ce que la matiere anisotropique entoure le module. 

5. Procede selon la revendication precedente, 	caracterise 

5 en ce qu'il 	comprend un patch 	(35), 	en matiere 	souple ou 

elastique recouvrant l'interface. 

6. Procede 	selon la revendication precedente, 	caracterise 

en 	ce 	qu'il 	comprend au moins 	une 	feuille 	de 	couverture 

10 (38)) 	dessus ou dessous ledit patch ou de l'interstice. 

7. Dispositif 	electronique 	(SM) 	intermediaire 	(SM), 

destine 	a 	etre 	recouvert 	d'une 	feuille 	ou 	couche 	de 

couverture, 	comportant : 

15 - un corps-support 	(31, 	32) 

20 

- 	une cavite 	(C1, 	C2) 	menagee dans le corps-support, 

- un circuit electrique 	(32) 	comportant au moins une zone 

d'interconnexion 	(Z1, 	Z2) 	electrique 	a 	l'interieur 	de 	la 

cavite, 

- 	un 	module 	electronique 	(17) 	comportant 	au 	moins 	une 

plage 	de 	connexion 	(10, 	11) 	connectant 	ladite 	zone 

d'interconnexion, 	dispose dans la cavite 

- un espace ou interstice 	(11, 	12) 	existant a l'interface 

entre le module et le corps-support, 	oriente sensiblement 

25 

30 

perpendiculairement 	a 	une 	surface 	principale 	du 	corps- 

support 	et 	debouchant 	en 	surface 	du 	corps-support, 

dispositif electronique intermediaire 	(SM), 	debouchant en 

surface 	du 	corps-support 	et 	etant 	destine 	a 	etre 

recouvert d'une feuille ou couche de couverture, 

caracterise 	en 	ce 	qu'il 	comprend 	une 	matiere 	souple 	ou 

elastique 	agencee 	de 	maniere 	a 	remplir 	ou 	recouvrir 	au 

moins 	partiellement 	ledit 	espace 	ou 	interstice 	entre 	le 

module et le corps-support. 

35 8. Dispositif 	selon 	la 	revendication 	precedente, 

caracterise 	en 	ce 	que 	la 	matiere 	souple 	comprend 	une 

matiere 	conductrice 	de 	connexion 	agencee 	et 	compressee 



WO 2014/195308 
	

PCT/EP2014/061473 

15 

dans 	le 	dispositif 	de 	maniere 	a 	connecter 	le 	module 	au 

circuit 	et 	a 	fluer 	dans 	ledit 	espace 	ou 	interstice 	pour 

le remplir au moins partiellement. 

5 9. Dispositif 	selon 	la 	revendication 	precedente, 

caracterise 	en 	ce 	que 	la 	matiere 	conductrice 	est 

anisotropique. 

10. Dispositif 	electronique 	comprenant 	le 	dispositif 

10 intermediaire 	selon 	l'une 	des 	revendications 	7-9 	et 

comportant une feuille ou couche de couverture recouvrant 

ledit 	espace 	ou 	interstice 	(11, 	12) 	existant 	a 

l'interface entre le module et le corps-support. 


